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DISPOSITIF ELECTRONIQUE A PUCES ELECTRONIQUES ET DISSIPATEUR DE LA CHALEUR.

@ Dispositif électronique comprenant une premiére pla-
quette de support (3),

une deuxieme plagquette de support (10) qui est située
en regard et a distance de la premiere plaquette de support,

au moins une premiére puce électronique (6) qui est
montée sur la premiere plagquette de support du co6té de la
deuxieme plaquette de support,

une deuxiéme puce électronique (13) qui est montée sur
la deuxiéme plaquette de support du c6té de la premiere
plagquette de support, et

un dissipateur de la chaleur (16) qui comprend au moins
une plaque d'interposition (17) interposée entre lesdites pre-
miere et deuxiéme puces électroniques.
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Dispositif électronique a puces électroniques

et dissipateur de la chaleur

La présente invention concerne le domaine des dispositifs
¢lectroniques comprenant des puces électroniques.

Dans ces dispositifs, une difficulté, qui résulte de
I’augmentation des puissances demandées de traitement de données et
de calcul, est I’évacuation de la chaleur produite.

Pour répondre a cette difficulté, il est proposé un dispositif
¢lectronique qui comprend une premiere plaquette de support ; une
deuxieme plaquette de support qui est située en regard et a distance de
la premiere plaquette de support; au moins une premiére puce
¢lectronique qui est montée sur la premiére plaquette de support du
coté de la deuxiéme plaquette de support; une deuxiéme puce
¢lectronique qui est montée sur la deuxié¢me plaquette de support du
c6té de la premiére plaquette de support; et un dissipateur de la
chaleur qui comprend au moins une plaque d’interposition interposée
entre lesdites premiére et deuxiéme puces électroniques.

Des éléments de connexion électrique peuvent étre interposés
entre les premiere et deuxieme plaquettes de support, ces éléments de
connexion électrique pouvant €tre distants des puces électroniques et
du dissipateur de la chaleur.

Lesdites puces peuvent €tre au moins en partie en vis-a-vis
I’une de 1’autre.

Lesdites puces peuvent ¢étre décalées, ladite plaque
d’interposition pouvant étre en forme de marches d’escalier, 1’une des
puces pouvant étre sur 1’une des marches et 1’autre puce pouvant étre
sur la face opposée de 1’autre marche.

La premiere plaquette de support peut étre pourvue d’un

premier réseau de connexion électrique.
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La deuxiéme plaquette de support peut étre pourvue d’un
deuxiéme réseau de connexion électrique.

La premiére puce électronique peut €tre montée sur la premiére
plaquette de support par |’intermédiaire d’éléments de connexion
¢lectrique reliés audit premier réseau de connexion électrique.

La deuxieme puce ¢lectronique peut étre montée sur la
deuxieme plaquette de support par 1’intermédiaire d’éléments de
connexion ¢lectrique reliés audit deuxiéme réseau de connexion
¢lectrique.

Des ¢éléments de connexion électrique peuvent €tre interposés
entre les premiere et deuxiéme plaquettes de support et sont reliés
auxdits premier et deuxiéme réseaux de connexion électrique.

Le dissipateur de chaleur peut comprendre au moins une plaque
extérieure portée par au moins ['une desdites premiere et deuxieme
plaquettes de support.

Le dissipateur de chaleur peut comprendre des vias traversant
au moins 1’une desdites premiere et deuxiéme plaquettes de support.

Au moins une autre puce ¢électronique peut étre montée sur
1’autre face d’au moins ’une desdites premicre et deuxieme plaquettes
de support.

Le dissipateur de chaleur peut comprendre au moins une plaque
s’étendant au-dessus de cette autre puce.

Au moins un bloc d’encapsulation peut étre formé au moins
entre lesdites premiére et deuxiéme plaquettes de support.

Le dissipateur de chaleur peut étre au moins en partie noyé
dans ce bloc d’encapsulation.

Le dissipateur de chaleur peut comprendre au moins une plaque
extérieure portée par ledit bloc d’encapsulation.

Le dissipateur de chaleur peut comprendre au moins un
radiateur extérieur.

L’une desdites plaquettes de support peut é&tre pourvue
d’éléments de connexion électrique extérieure dont au moins certains

peuvent étre reliés au dissipateur de chaleur.
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Des dispositifs électroniques vont maintenant étre décrits a

titre d’exemples non limitatifs, illustrés par le dessin annexé dans

lequel :
-la figure 1 représente une coupe d’un dispositif électronique ;
-la figure 2 représente une coupe d’un autre dispositif
¢lectronique ;

-la figure 3 représente une coupe d’un autre dispositif
¢lectronique ; et

-la figure 4 représente une coupe d’un autre dispositif
¢lectronique.

Selon un exemple de réalisation illustré sur la figure 1, un
dispositif électronique 1 comprend un premier ensemble 2 qui
comprend une premieére plaquette de support 3 pourvue d’un réseau
intégré de connexion électrique 4, qui porte, au-dessus d’une face 5,
une premiere puce électronique 6 par l'intermédiaire d’éléments de
connexion ¢€lectrique 7 interposés entre la face 5 de la premiere
plaquette de support 3 et une face avant 6a de la puce 6. Les éléments
interposés de connexion électrique 7 relient le réseau de connexion
¢lectrique 4 et un réseau interne de connexion ¢lectrique 8 de la
premiére puce 5.

Le dispositif électronique 1 comprend un deuxiéme ensemble 9
qui comprend une deuxiéme plaquette de support 10 pourvue d’un
réseau intégré de connexion électrique 11, qui porte, au-dessus d’une
face 12, une deuxiéme puce ¢électronique 13 par 1’intermédiaire
d’¢éléments de connexion électrique 14 interposés entre la face 12 de la
deuxiéme plaquette de support 10 et une face avant 13a de la puce 13.
Les éléments interposés de connexion électrique 14 relient le réseau
de connexion électrique 11 de la deuxiéme plaquette de support 10 et
un réseau interne de connexion électrique 15 de la deuxiéme puce 13.

Les ensembles 2 et 9 sont empilés et agencés 1’un par rapport a
|”autre de la maniére suivante.

La premiére plaquette de support 3 et la deuxiéme plaquette de
support 10 sont disposées parallelement a distance 1’une de 1 autre,

leurs faces 5 et 12 étant en regard. La premiere puce 6 est du coté de
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la deuxieéme plaquette de support 10. La deuxieme puce 13 est du coté
de la premiere plaquette de support 3. La deuxiéme plaquette de
support 10 est plus petite, en surface, que la premiére plaquette de
support 3.

Les ensembles 2 et 9 sont situés de sorte que les faces arriére
6b et 13b des puces 6 et 13, opposées aux plaquettes de support 3 et
10, sont, perpendiculairement a ces plaquettes de support 3 et 10, a
distance. Selon ’exemple illustré sur la figure 1, les faces arriére 6b
et 13b des puces 6 et 13 sont en regard 1’une de 1’autre.

Le dispositif électronique 1 comprend en outre un dissipateur
de chaleur 16 pour dissiper la chaleur produite par 1’une et/ou 1’ autre
des puces 6 et 13, ce dissipateur de chaleur étant en une ou des
matieres conductrices de la chaleur.

Le dissipateur de chaleur 16 comprend wune plaque
d’interposition 17 qui s’étend parallelement aux plaquettes de support
3 et 10 et qui est interposée entre les faces arriere 6b et 13b des puces
6 et 13.

Les faces arriére 6b et 13b des puces 6 et 13 sont en contact,
directement ou par l’intermédiaire d’une couche de pate ou de colle
thermiques, avec les faces opposées de la plaque 17.

Le dispositif électronique 1 comprend des éléments inter-
plaquettes de connexion ¢électrique 18, par exemple des billes,
interposées entre les faces 5 et 12 des plaquettes de support 3 et 10 et
reliées aux réseaux de connexion électrique 4 et 11 de ces plaquettes
de support 3 et 10. Les éléments de connexion électrique 18 sont
placés a distance des bords des puces 6 et 13 et de la plaque 17 du
dissipateur 16.

Les ¢éléments de connexion ¢lectrique 18 présentent une
¢paisseur adaptée a la distance entre les plaquettes de support 3 et 10,
cette distance étant déterminée par les €paisseurs cumulées des puces
6 et 13, de la plaque 17 et des éléments de connexion électrique 7 et
14.

La plaquette de support 3 est pourvue, sur sa face extérieure 19

opposée a sa face 5, d’éléments de connexion électrique extérieure 20
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reliés au réseau de connexion électrique 4, en vue d’une connexion
¢lectrique avec un dispositif électronique extérieur.

Ainsi, I’alimentation électrique de la premiere puce 6 peut étre
réalisée via le réseau de connexion électrique 4 et les éléments de
connexion ¢€lectrique 20 ; l’alimentation électrique de la deuxieme
puce 13 peut étre réalisée via le réseau de connexion électrique 4, le
réseau de connexion ¢électrique 11, les ¢éléments de connexion
¢lectrique 18 et les ¢léments de connexion électrique 20 ; des
¢changes de signaux électriques entre la puce 4 et le dispositif
¢lectronique extérieur peuvent étre réalisés via le réseau de connexion
¢lectrique 4 et les éléments de connexion électrique 20 ; des échanges
de signaux électriques entre la puce 13 et le dispositif électronique
extérieur peuvent étre réalisés via le réseau de connexion €lectrique 4,
le réseau de connexion électrique 11, les éléments de connexion
¢lectrique 18 et les éléments de connexion électrique 20 ; et des
¢changes de signaux électriques entre la puce 13 et le dispositif
extérieur peuvent €tre réalisés via le réseau de connexion électrique 4,
le réseau de connexion électrique 11 et les éléments de connexion
¢lectrique 20.

Le dissipateur de chaleur 16 comprend en outre des
prolongements pour diriger a 1’extérieur du dispositif électronique 1 la
chaleur produite par 1’une ou les deux puces 6 et 13.

Dans ce but, le dissipateur de chaleur 16 peut comprendre une
plaque 21, ou des portions de plaque, accolée a ou solidaire d’un bord
de la plaque 17 et disposée perpendiculairement a la plaque 17. La
plaque 21 s’étend jusqu’a la face 5 de la plaquette de support 3. Des
vias conducteurs de la chaleur 22 sont prévus au travers de la
plaquette de support 3 et sont d’une part en contact, directement ou
par I’intermédiaire d’une couche de pate ou de colle thermiques, avec
un bord de la plaque 21 et d’autre part en contact avec des éléments de
connexion 20a identiques aux éléments de connexion électrique 20, en
vue d’une connexion d’échanges thermiques vers le dispositif

extérieur précité.
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En vue d’échanges thermiques avec l’environnement ambiant,
le dissipateur de chaleur 16 peut comprendre une plaque extérieure 23
qui est en contact, directement ou par [’intermédiaire d’une couche de
pate ou de colle thermiques, avec la face extérieure 24 de la plaquette
de support 10 opposée a sa face 12. La plaque 21 est prolongée
jusqu’a la plaque 23, en passant prés d’un bord de la plaquette de
support 10, et est en contact, directement ou par ’intermédiaire d’une
couche de pate ou de colle thermiques, avec la plaque 23.

Au-dessus de la plaque 23 peut étre prévu un radiateur
extérieur a ailettes 25 qui est monté par I’intermédiaire d’une couche
de pate ou de colle thermiques.

Selon une variante de réalisation, la plaque 17 et la plaque 21
pourraient étre d’une seule piece.

Selon une autre variante de réalisation, la plaque 21 et la
plaque 23 pourraient étre d’une seule piéce.

Selon une variante de réalisation, la plaque 17 et la portion de
la plaque 21 allant vers la plaquette de support 3 pourraient étre d’une
seule piéce. La plaque 17 et la portion de la plaque 21 allant vers la
plaque 23 pourraient étre d’une seule piece.

Selon une autre variante de réalisation, la plaque 17 et/ou la
plaque 21 et/ou la plaque 23 pourraient étre en plusieurs parties, par
exemple formées de lamelles paralléles, et/ou pourraient étre ajourées.

Selon une autre variante de réalisation, la plaque 21 pourrait
étre remplacée, au moins en partie, par des entretoises thermiques
interposées par exemple d’une part entre la plaque 17 et les vias 22
et/ou d’autre part entre la plaque 17 et la plaque 23.

Selon une autre variante de réalisation, les puces 6 et 13
pourraient étre décalées le long de la plaque 17. Par exemple, les
puces 6 et 13 pourrait ne pas étre situées 1’une en vis-a-vis de 1’autre.
Dans ce cas, la plaque 17 pourrait étre formée en marches d’escalier,
I’une des puces étant sur 1’une des marches et [’autre puce étant sur la
face opposée de 1’autre marche. Ainsi, la distance entre les plaquettes
de support 3 et 10 pourrait étre réduite de sorte que 1’épaisseur des

¢léments de connexion électrique 18, par exemple le diametre des
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billes formant ces ¢éléments, et 1’épaisseur du dispositif €lectronique 1
seraient réduites.

Selon une autre variante de réalisation, la plaquette de support
3 et/ou la plaquette de 10 pourraient étre pourvues d’autres puces
¢lectroniques, montées de fagon équivalente aux puces 6 et 13 et
¢galement en contact, directement ou par 1’intermédiaire d’une couche
de pate ou de colle thermiques, au-dessus des faces de la plaque 17 du
dissipateur de la chaleur 16.

Le dissipateur de la chaleur 16 et les vias 22 peuvent étre
métalliques, par exemple en cuivre.

En outre, le dispositif électronique 1 comprend un bloc
d’encapsulation 26 formé notamment entre les plaquettes de support 3
et 10 et dans lequel sont noyés les puces 6 et 13, les éléments de
connexion ¢électrique 18, et au moins en partie la plaque 17.

Selon I’exemple représenté, la plaque 17 et la plaque 21 sont
noyées dans le bloc d’encapsulation 26 et ce dernier entoure la
plaquette de support 10 et recouvre toute la surface 5 de la plaquette
de support 3, de sorte que le dispositif électronique 1 se présente sous
la forme d’un parallélépipede. Néanmoins, la plaquette de support 10
pourrait étre noyée dans le bloc d’encapsulation 26, la plaque 23 étant
alors au-dessus ou encastrée dans ce bloc d’encapsulation.

La plaquette de support 3 et/ou la plaquette de support 10
pourraient étre éventuellement pourvues de composants électroniques
discrets 27 et/ou d’autres puces électroniques, sans contact avec la
plaque 17 du dissipateur de chaleur 16, par exemple au-dessus de leurs
faces 5 et 12 ces composants 27 et ces autres puces étant noyées dans
le bloc d’encapsulation 26.

Selon un autre exemple de réalisation illustré sur la figure 2,
un dispositif électronique 100 comprend, de facon €quivalente a
I’exemple décrit en référence a la figure 1, un premier ensemble 2, qui
comprend une plaquette de support 3 et une puce électronique 6, et un
deuxiéme ensemble 9, qui comprend une plaquette de support 10 et

une puce électronique 13.
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L’ensemble 9 est pourvu en outre d’une troisieme puce
¢lectronique 101 qui est montée au-dessus de la face 24 de la plaquette
de support 10 par I’intermédiaire d’éléments de connexion électrique
102 reliés au réseau de connexion électrique 11 de la plaquette de
support 10, en vue de son alimentation électrique et d’échanges de
signaux électriques.

Le dispositif électronique 100 comprend un dissipateur de
chaleur 103 qui comprend une plaque 104, qui est équivalente a la
plaque 17 du dissipateur de chaleur 16 et qui s’étend entre les puces 6
et 13.

Le dissipateur de chaleur 103 comprend une plaque 105 qui
s’étend au-dessus de la face 106 de la puce 101 opposée aux éléments
de connexion ¢électrique 102, en contact, directement ou par
I’intermédiaire d’une couche de pate ou de colle thermiques, et un
radiateur extérieur 106 installé au-dessus de la plaque 105.

Le dissipateur de chaleur 103 comprend une plaque 108
équivalente a la plaque 21 du dissipateur de chaleur 16, reliée aux vias
22 de la plaquette de support 3, a la plaque 104 et a la plaque 105.

Le dispositif électronique 100 comprend un  bloc
d’encapsulation 109, équivalent au bloc d’encapsulation 26 du
dispositif électronique 1, mais qui s’en différencie par le fait que,
cette fois, la plaquette de support 10 et la puce 101 sont noyées dans
ce bloc d’encapsulation 109, la plaque 105 pouvant étre encastrée dans
ce bloc d’encapsulation 109.

Le dispositif électronique 100 peut également étre de forme
parallélépipédique.

Selon un autre exemple de réalisation illustré sur la figure 3,
un dispositif électronique 200 comprend, de facon équivalente a
I’exemple décrit en référence a la figure 2, un premier ensemble 2, qui
comprend une plaquette de support 3 et une puce électronique 6, et un
deuxieéme ensemble 9, qui comprend une plaquette de support 10, une
puce électronique 13 et une puce électronique 101.

Cette fois cependant, les plaquettes de support 3 et 10

présentent la méme surface et se recouvrent [’une 1’autre.
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Le dispositif électronique 200 comprend en outre un troisiéme
ensemble 201 qui comprend une plaquette de support 202 pourvue
d’un réseau intégré de connexion électrique 203 et munie, au-dessus
d’une face 204, d’une quatrieme puce ¢électronique 205, par
I’intermédiaire d’éléments de connexion ¢électrique 206 reliés au
réseau de connexion électrique 203.

Le troisieme ensemble 201 est empilé au-dessus de [’ensemble
9, de fagon équivalente a ’empilage de I’ensemble 9 sur I’ensemble 2
et de la maniére suivante.

La troisieme plaquette de support 201 est disposée
parallélement et a distance de la deuxieme plaquette de support 10,
leurs faces 204 et 24 étant en regard. La troisieme puce 101 est du
coté de la troisieéme plaquette de support 202. La quatrieme puce 205
est du coté de la deuxiéme plaquette de support 10.

Les ensembles 9 et 201 sont situés de sorte que les faces
arriere 24 et 207 des puces 101 et 205 sont, perpendiculairement aux
plaquettes de support 3 et 10, a distance. Comme illustré sur la figure
3, les faces arriere 24 et 207 des puces 101 et 205 peuvent étre en
regard [’une de ’autre.

Les plaquettes de support 10 et 202 présentent la méme surface
et se recouvrent I’une 1’autre.

Le dispositif électronique 200 est €quipé d’un dissipateur de
chaleur 208 qui comprend, comme précédemment, une plaque 209
interposée entre les puces 6 et 13.

Le dissipateur de chaleur 208 comprend en outre une plaque
210 qui s’étend paralléelement aux plaquettes de support 10 et 202 et
qui passe entre les puces 101 et 205.

Les faces arriere 104 et 207 des puces 101 et 205 sont en
contact, directement ou par I’intermédiaire d’une couche de pate ou de
colle thermiques, avec les faces opposées de la plaque 210.

Le dispositif électronique 200 comprend des éléments inter-
plaquettes de connexion ¢électrique 211, par exemple des billes,

interposées entre les faces 24 et 204 des plaquettes de support 10 et
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10

201 et reliées aux réseaux de connexion électrique 11 et 203 de ces
plaquettes de support 10 et 202.

Les ¢éléments de connexion électrique 211 présentent une
¢paisseur adaptée a la distance entre les plaquettes de support 10 et
201, cette distance étant déterminée par les épaisseurs des puces 101
et 205, de la plaque 210 et des éléments de connexion électrique 102
et 206.

Le dissipateur de chaleur 208 comprend une plaque 212 placée
sur la face extérieure 213 de la plaquette de support 202, opposée a sa
face 204, équivalente a la plaque 23 précédente. Sur la plaque 212 est
installé un radiateur 214.

Le dissipateur de chaleur 208 comprend une plaque 214,
é¢quivalente aux plaques 21 et 108 précédentes.

Cette fois, la plaque 214 traverse des passages 216a et 216b
des plaquettes de support 10 et 202 pour étre reliée d’une part aux vias
22 de la plaquette de support 3 et d’autre part a la plaque 212.

Des bords des plaques 209 et 210 sont reliés latéralement a la
plaque 214.

Le dispositif électronique 200 comprend un  bloc
d’encapsulation 217 qui remplit ’espace entre les plaquettes de
support 3 et 10 et un bloc d’encapsulation 218 qui remplit 1’espace
entre les plaquettes de support 10 et 202, de sorte que le dispositif
¢lectronique 200 peut également se présenter sous la forme d’un
parallélépipéede.

Selon un autre exemple de réalisation illustré sur la figure 4,
un dispositif électronique 300 comprend les ensembles 2, 10 et 201 du
dispositif électronique 200 décrit en référence a la figure 3 et un
dissipateur de chaleur 301 qui comprend des plaques 302 et 303 qui
s’étendent respectivement entre les puces 6 et 12 et entre les puces
101 et 205.

Le dissipateur de chaleur 301 comprend une plaque latérale
extérieure 304 qui recouvre au moins partiellement des bords
correspondants des plaquettes de support 3, 10 et 202 et des blocs
d’encapsulation 217 et 218 et qui est fixée par exemple par
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I’intermédiaire d’une couche de colle thermique 305, la plaque 304
pouvant étre éventuellement encastrée.

Les plaques 302 et 303 comprennent des rebords 306 et 307 a
angles droits, qui sont en contact avec la face intérieure de la plaque
304, directement ou par [’intermédiaire de la couche de colle
thermique 305.

Le dissipateur de chaleur 301 comprend une plaque 308,
équivalente a la plaque 212, reliée a la plaque 304 et munie d’un
radiateur extérieur 309.

Dans cet exemple illustré sur la figure 4, les vias 22 des
exemples précédents peuvent étre supprimés.

Il résulte de ce qui précéde que des dispositifs électroniques
peuvent étre formés d’un empilement d’une pluralité quelconque
d’ensembles comprenant chacun une plaquette de support portant au-
dessus de ses faces opposées des puces électroniques, les plaquettes de
support €tant situées au moins en partie en regard les unes des autres,
que les plaquettes de support peuvent étre reliées par des éléments de
connexion électrique et qu’un dissipateur de chaleur peut comprendre
des plaques d’interposition respectivement interposées entre les puces
portées par deux plaquettes de support adjacentes.

Avantageusement, dans un tel empilement, la plaquette de
support, formant 1’une des extrémités de 1’empilement, ne comporte
pas de puce extérieure mais est pourvue d’éléments de connexion
¢lectrique extérieure, tandis que la plaquette de support, formant
1’autre extrémité de 1’empilement, peut éventuellement étre pourvue

d’au moins une puce et peut étre pourvue d’un radiateur.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif électronique comprenant

une premiére plaquette de support (3),

une deuxiéme plaquette de support (10) qui est située en regard
et a distance de la premiere plaquette de support,

au moins une premiere puce électronique (6) qui est montée sur
la premiere plaquette de support du coté de la deuxiéme plaquette de
support,

une deuxieéme puce électronique (13) qui est montée sur la
deuxieme plaquette de support du co6té de la premiere plaquette de
support, et

un dissipateur de la chaleur (16) qui comprend au moins une
plaque d’interposition (17) interposée entre lesdites premiére et
deuxieéme puces électroniques.

2. Dispositif selon la revendication 1, comprenant des éléments
de connexion électrique (18) qui sont interposés entre les premiére et
deuxieme plaquettes de support et qui sont distants des puces
¢lectroniques et du dissipateur de la chaleur.

3. Dispositif selon I'une des revendications 1 et 2, dans lequel
lesdites puces sont au moins en partie en vis-a-vis [’une de [’autre.

4. Dispositif selon I'une des revendications 1 et 2 , dans lequel
lesdites puces sont décalées, ladite plaque d’interposition étant en
forme de marches d’escalier, 1’une des puces étant sur [’une des
marches et [’autre puce étant sur la face opposée de [’autre marche.

5. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel

la premiere plaquette de support est pourvue d’un premier
réseau de connexion électrique ;

la deuxieme plaquette de support est pourvue d’un deuxiéme
réseau de connexion électrique ;

la premiere puce électronique est montée sur la premiere
plaquette de support par 1’intermédiaire d’éléments de connexion

électrique reliés audit premier réseau de connexion électrique ;
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la deuxieme puce électronique est montée sur la deuxiéme
plaquette de support par 1’intermédiaire d’éléments de connexion

¢lectrique reliés audit deuxieme réseau de connexion électrique ; et

des éléments de connexion électrique sont interposés entre les
premiere et deuxiéme plaquettes de support et sont reliés auxdits
premier et deuxieme réseaux de connexion électrique.

6. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le dissipateur de chaleur comprend au moins
une plaque extérieure (23) portée par au moins 1’une desdites premiere
et deuxieme plaquettes de support.

7. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le dissipateur de chaleur comprend des vias
(22) traversant au moins |’une desdites premiere et deuxieme
plaquettes de support.

8. Dispositif selon I'une quelconque des revendications
précédentes, comprenant au moins une autre puce électronique (101)
montée sur ['autre face d’au moins [’une desdites premiére et
deuxiéeme plaquettes de support et dans lequel le dissipateur de chaleur
comprend au moins une plaque (105) s’étendant au-dessus de cette
autre puce.

9. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications
précédentes, comprenant au moins un bloc d’encapsulation (26) formé
au moins entre lesdites premiére et deuxieme plaquettes de support, le
dissipateur de chaleur (16) étant au moins en partie noyé dans ce bloc
d’encapsulation.

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le
dissipateur de chaleur comprend au moins une plaque extérieure (23 ;
107, 214 ; 309) portée par ledit bloc d’encapsulation.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le dissipateur de chaleur comprend au moins
un radiateur extérieur (25).

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel 1’une desdites plaquettes de support est
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pourvue d’éléments de connexion électrique extérieure dont au moins

certains (22a) sont reliés au dissipateur de chaleur.
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